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(57) Abstract 



The invention concerns a smart card/^-eonnection arrangement and a method of producing a smart card, a semiconductor chip located 
on a module being inserted into a recess ($24))n a card carrier so as to be connected clectricailjrTOdsmechanically. According to a first 
feature of the invention, during the milling-out of the recess^xontact bump section is txposcqJQZ/) such that a reliable co nnection is 
provided between the module and induction or antenna colTf! lY According to a second and tmroTrSature, the required electrical contacts 
f 1 * produeed-by soldering and thejieqwp edTmechanj cai contafctr&e produced h y heat-sealing or fusion adhesives. F urthermore, the adhesive 
is provided with conductive particles ana is compressed when the connection is made, such that the necessary electrical contact is brought' 
about. According to a fourth feature, a special reinforcement frame comprising insulating sections is provided. The reinforcement frame 
is used to increase mechanical stability and absorb torsion forces and stresses which can occur when the card is used. At the same time, 
the reinforcement frame permits easy contact with strip conductors inside the card, e.g. for inductive elements which form an antenna for 
contactless data-transmission. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erflndung betrifft eine Chipkarte, eine Verbindungsanordnung sowie ein Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein 
auf einem Modul befindlicher Hableiterchip in eine Ausnehmung (24) eines Kartentragers unter Erhait einer elektrischen und mechanischen 
Verbindung eingesetzt wird. Gemafi einem ersten Aspekt wird bei dem Ausfrasen dcr Ausnehmung ein Abschnitt von Kontaktbumps 
freigelegt (22. 23), die eine skhere Verbindung zwischen Modul und Induktions- oder Antennenspule (11) ermoglichen. GemaB einem 
zweiten und dritten Aspekt werden notwendige elektrische Kontakte durch Loten und mechanische Kontakte durch Heifl- oder Schmelzkleber 
realisiert DarOber hinaus wird vorgeschlagen, den Kleber mit leitfthigen Partikeln zu versehen. wobei der Klcbstoff bei der Verbindung 
unter Druck komprimiert wird, so daB sich ein gewunschter elektrischer Kontakt ausbildet. Gemafl einem vierten Aspekt wird ein spezieller 
Versteifungsrahmen vorgesehen, welcher isolierende Abschnitte aufweist. Der Versteifungsrahmen dient der Erhohung der mechanischen 
Stabilitflt und zur Aufnahme von Verwindungskraften und Spannungen, die beim Einsatz der ICarte entstehen kOnnen. Gleichzeitig ermdglicht 
der Versteifungsrahmen in einfacher Weise eine Kontaktierung zu im Inneren der Karte beflndlichen Leitbahnen, z.B. fur induktive Elemente, 
die eine Antenne zur kontaktlosen Datenubertragung bilden. 
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Chipkarte, Verbindungsanordnung und Verfahren zum Herstellen 

einer Chipkarte 



Beschreibunq 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, eine Verbindungsanord- 
nung und ein Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei 
ein auf einem Modul befindlicher Halbleiterchip in einer Aus- 
nehmung eines Kartentr&gers unter Erhalt einer elektrischen 
5 und mechanischen Verbindung eingesetzt wird. 

Chipkarten fur die kontaktbehaf tete, aber auch kontaktlose, 
d.h. induktive Datemibertragung weisen einen mit dem Karten- 
korper verbunden Chipkarten -Modul auf, der einen auf einem 
10 Kunststof f trSger befindlichen Halbleiterchip umfafit, welcher 
bei kontaktbehaf teten Karten mit einem galvanisch erzeugten 
Kontaktfeld verbunden ist . In einem Kartenlesegerat werden 
. diese Kontaktf l&chen elektrisch abgetastet, so dafi die erfor- 
derliche Kommunikat ion moglich wird. 

15 
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Die bei der Hersteliung von Chipkarten verwendeten Module 
greifen in der Regel auf einen Kunststof f trager zuriick, auf 
dem das eingangs erwahnte IC-Chip ggf s . mit ISO-Kontaktf lachen 
versehen angeordnet ist. Das so vorgef ertigte Modul wird mit 
dem Kartentrager, der z.B. aus Polycarbonat bestehen kann, 
verbunden. Dieses Verbinden bzw. das Einsetzen des Moduls in 
den Kartenkorper in eine z.B. gefraste Ausnehmung erfolgt 
ublicherweise unter Ruckgriff auf ein Klebeverf ahren bei 
Verwendung eines Heifi- oder Schmelzklebers . 

In dem Falle, wenn die Kombikarten, die sowohl zur kontakt- 
losen als auch zur kontaktbehaf teten Verwendung geeignet sind, 
oder kontaktlose Karten hergestellt werden sollen, muS eine 
weitere Kontaktebene mit Anschlufistellen fur die Induktions- 
schleife bzw. die Induktionsspule vorgesehen sein. 

Es sind Chipkarten bekannt, bei welchen im Kartenkorper eine 
aus Draht gewickelte Spule vorgesehen ist, deren Ende mit 
Antennenkontakten des Chips bzw. seines Tragers verbunden 
sind. Diese Gesamtanordnung ist im Kartenkorper eingegossen, 
wobei die Hersteliung technologisch sehr aufwendig ist. 

Daruber hinaus wurden bereits Chipkarten vorgestellt, bei 
welchen die Antenne aus einer Antennenschicht herausgeatzt 
wurde, wobei die Antenne Chipkontakte aufweist, welche uber 
einen leitenden Kleber mit den Antennenkontakten des Chips 
bzw. seines Tragers verbunden sind. Bei der Hersteliung des 
Kartenkdrpers werden die Chipkontakte uber eine entsprechende 
Ausnehmung in einer auf die Antennenschicht auf gebrachten 
Deckschicht f reigelassen, was die Hersteliung ebenfalls 
aufwendig macht . 

Bei erhabenen Anschlufistellen, die sich auf der Oberflache des 
Moduls und/oder auf der Oberfliche oder an den Seitenf lachen 
der Ausnehmung des Kartentragers bef inden, kann eine Verkle- 
bung von Modul- und Kartentrager mittels der Hersteliung der 
elektrisch leitenden Verbindung in einem ein2igen Arbeitsgang 
durchgefuhrt werden. 
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erzeugen. Vorzugsweise werden die verdickten Abschnitte jedoch 
aus Lot, insbesondere aus Weichlot gebildet . Dies kann bei- 
spielsweise in der ublichen Art und Weise geschehen, die beim 
Verzinnen von gedruckten Schaltungen angewendet wird, also 
5 z.B. durch Fuhren der Antennenschicht uber einen Lotschwall 
bzw. eine Schwallbadldteinrichtung, wobei dann nur die Kon- 
takte unabgedeckt sind. Bei einer anderen Ausf iihrungsf orm der 
Erfindung werden die Chipkontakte mittels bekannter Lot- bzw. 
Bondmaschinen bearbeitet, wobei man ggfs. auch einen kurzen 

10 Draht innerhalb des Lot- "Huge Is" stehen laSt, der bei der 

sp&teren Verbindung mit den Antennenkontakten eines Chips bzw. 
dessen Tragers von Vorteil sein kann. Wesentlich ist hier 
lediglich, daS die Verdickung so hinreichend stark ist, dafi 
beim sgateren Ausfrasen der Auf nahmevert ief ung fur den Chip 

15 bzw. dessen Tr&ger trotz ausreichender Frastoleranz die 

Chipkontakte sicher freigelegt bzw. gebildet werden kdnnen. 
Wenn man hierbei davon ausgeht, dafi die Antennenschicht eine 
Tragerdicke von etwa 2QQ/zm und eine Kupf erschicht von etwa 
3 5/im aufweist, so ware diese Kupf erschichtdicke bei den 

20 vorgegebenen Frastoleranzen von etwa 20 bis 30/xm nicht 

einwandfrei und sicher freizulegen. Wenn man jedoch eine 
Verdickung von 100 bis 200jxm durch Ldt-Auftrag vorsieht und 
einen derartigen Bump bildet, so ist es leicht ersichtlich, 
daS dann ein sicheres Anfrasen trotz der vorgegebenen Tole- 

25 ranzen moglich ist und dabei gleichzeitig sichergestellt wird, 
dafi die sehr dunne Kupf erbeschichtung der Antennenschicht 
nicht beschadigt oder verletzt wird. 

Es war zwar bisher ublich, derartige Antennenschichten mit 
3 0 ihrem auf der Oberflache liegenden Relief aus geatzten 

Leiterbahnen in Kartenmaterial einzubetten. DaS der nunmehr 
beschrittene Weg tatsSchlich zum Erfolg fuhrt und derartig 
starke Verdickungen von 100 bis 200jim ohne weiteres in die 
Norm-Karten mit einer Gesamtdicke von 760^m ± 80/xm einbettbar 
3 5 sind, ist ausgesprochen uberraschend. 



Die Antennenkontakte konnen mit den Chipkarten durch eine 
Vielzahl von elektrischen Verbindungsvorgangen verbunden 
werden, was spater naher erlautert wird. Es sei hier 
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direkt auf den Chipkontakten zu liegen kommen. Urn nun ein 
Verloten der Kontakte miteinander zu ermoglichen, ist es von 
Vorteil, wenn das Tragermaterial fur die Kontakt f lachen des 
Chips in den Antennenkontaktbereichen fortgenommen ist, so daS 
5 nach auSen geoffnete Bereiche uber den Ruckseiten der Anten- 
nenkontakte liegen. Dadurch sind die Kontakt f lachen von aufien 
zuganglich, um Werkzeuge, insbesondere solche zum Erwarmen auf 
die Antennenkontaktruckseiten drucken zu konnen. Es ist auch 
moglich, mittels Inf rarotstrahlung, insbesondere durch einen 
10 Laser, die Kontaktf lachen zum Zweck des Lotens zu erwarmen. 

Bei einem wie oben erlauterten beidseitig beschichteten Trager 
fur den Chip kann wieder ein kontaktloses ebenso wie ein kon- 
taktbe^af tetes Zusatzger&t verwendet werden, um die Karte zu 

15 programmieren bzw. in Benutzung zu nehmen.* Auch in diesern Fall 
ist jedoch wichtig, daS im Bereich der Antennenkontakte eine 
Warmeubertragung zum Verldten der Antennenkontakte mit den 
Chipkontakten stattfinden kann. Hierzu sind wieder Offnungen 
im Trager bzw. in den auf ihm angebrachten Kontaktf lachen im 

20 Bereich der Chipkarte vorgesehen . 

Das erf indungsgemafie Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte 
gemaS dem ersten Aspekt der Erf indung umfaSt die folgenden 
Schritte : 

25 

Auf eine Antennenschicht wird eine Antenne mit Chipkontakten 
zum AnschluS eines Chips gebildet. Es sei hierbei betont, dafi 
unter dem Begriff "Antenne" eine Vielzahl von solchen Struk- 
turen zu verstehen ist, welche zur Bildung von Zusatzfunk- 
3 0 tionen m6glich sind, die erganzend zu denen des Chips 

gewunscht werden und die mit dem Chip uber dessen Trager 
verbunden werden mussen. 

In einem n&chsten Schritt werden auf den Chipkontakten ver- 
35 dickte Abschnitte gebildet. Dies kann durch alle moglichen 

elektrochemischen Verfahren, durch Auf tragsschweiSen oder auch 
durch den Auftrag von leitenden Kunststoffen geschehen. 
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Kontakten auftritt, der bei der Verwendung von bekannten Cyan- 
Acrylatklebern nur schwer zu kompensieren , bei Verwendung von 
SchweiSklebern aber leicht, ggfs. auch nachtraglich durch 
erneutes Aufwarmen ausgleichbar ist. 

Die Warme zum Verloten kann durch ein von aufien aufgesetztes 
Lotwerkzeug, also durch Warmeleitung aufgebracht werden. Bei 
einer weiteren Ausf uhrungsf orm des Verfahrens basierend auf 
dent ersten Aspekt der Erfindung wird die Warme durch Strah- 
lung, insbesondere durch Strahlung eines IR-Lasers zugefuhrt. 
Es ist naturlich ebenso moglich, die Warme iiber Ultraschall, 
also quasi uber Reibungswtrme bereitzustellen . 

Gem&S einem zweiten Aspekt der Erfindung wird eine Chipkarte 
15 fur die kontaktlose und/oder kontaktbehaf tete Datenubertragung . 
angegeben, welche einen Halbleiterchip und Kontaktf lachen fur 
die kontaktbehaf tete Datenubertragung und daneben 
AnschluSstellen und wenigstens ein Mittel fur die kontaktlose 
Datenubertragung, das in der Regel eine Induktionsspule ist, 
20 umfafit. Die erfindungsgemafie Chipkarte gemaS dem zweiten 
Aspekt der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daS die 
elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den AnschluSstellen 
und dem Mittel fur die kontaktlose Datenubertragung auch 
mittels Loten hergestellt ist, wobei die mechanische Ver- 

2 5 bindung durch HeiS- oder Schmelzkleben, aber auch durch 

Lotung, erfolgen kann. 

Zweckm&Sig weist gemaS dem zweiten Aspekt der Erfindung der 
eingesetzte HeiS- oder Schmelzkleber partielle elektrisch 

3 0 leitfahige, und auch lotfahige Partikel auf. Besonders bevor- 

zugt werden diese elektrisch leitenden, lotfahigen Partikel 
bereits bei der Preparation des Klebers auf einer Tragerfolie 
zugesetzt bzw. aufgebracht. 

35 Gr6Se und Menge der abschnittweise dem Klebstoff zugesetzten 
Lotpartikel richtet sich nach der Kontaktausbildung bzw. der 
Kontaktf lachen der Chipkarte. Der Durchmesser einer zwischen 
vorgesehenen Kontaktf lachen und auf einem HeiS- oder Schmelz- 
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Halbleiterchip tragt, ausgebildet. Die Hohe der AnschluS- 
stellen nach dem zweiten Aspekt der Erfindung richtet sich 
nach Art und Abmessung.en der Karte und Jcann beispielsweise 
zwischen 1 und 20/xm betragen. Bevorzugt bestehen die An- 
5 schluSstellen aus Metall und werden auf an sich bekannte 

Weise, z.B. durch Aufkleben, Aufdrucken, Aufdampfen, Galvani- 
sieren oder ahnliches hergestellt. Besonders bevorzugt wird 
die zusatzliche AnschluSebene hergestellt, indem ein Streifen 
aus Metall auf den Modultr&ger laminiert und anschliefiend 
10 strukturiert wirdi Lage und GroSe richtet sich nach GroSe und 
Lage des Mittels fur die kontaktlose Datenubermittlung und 
speziell dessen Verbindungsstellen . 

Das Mlttel fur die kontaktlose Datenubermittlung, vorzugsweise 
15 eine Induktionsspule oder Antenne, ist in zweckmaSiger Weise 
in den Kartenkdrper integriert oder auf diesem angeordnet, 
wobei die Verbindungsstellen zu den Anschlu&stellen frei- 
liegen. Beispielsweise konnen irn Fall einer in den Karten- 
korper integrierten Kupf erdrahtspule Verbindungsstellen beim 
20 Frasen der Kavitat mit freigelegt werden. Bei einer derartigen 
Anordnung ist es moglich, die Verklebung von Modul und 
Kartentrager gleichzeitig mit der Herstellung der elektrisch 
leitenden Verbindung zwischen dem Mittel fur die kontaktlose 
Dateniibertragung und den Anschlufistellen des Moduls durchzu- 
25 fuhren. Hierfur kann ein spezieller Stempel eingesetzt werden, 
welcher sowohl Druckkrafte als auch Warmeenergie zum Her- 
stellen der Klebe- und Lotverbindung bereitstellt . 

Urn das bekannte ubliche Hotmelt-Verf ahren einsetzen zu konnen, 
3 0 wird der Klebstoff, wie erlautert, mit leit- und lotfahigen 
Partikeln in vorbestimmten Kontaktabschnitten versehen. Die. 
Herstellung der mechanischen Klebeverbindung gemaS dem zweiten 
Aspekt der Erfindung erfolgt dann in an sich bekannter Weise, 
wobei die elektrische Verbindung der Kontakte durch gezieltes 
3 5 Einbringen oder Aufbringen von Warme mindestens in oder auf 
die Bereiche der Kontaktabschnitte realisiert wird. 

GemaS einem dritten Aspekt der Erfindung liegt ein ver- 
f ahrensgemaSer Grundgedanke darin, zur Herstellung einer 
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zum zweiten Aspekt der Erfindung erlautert wurde, nach oder 
wahrend des Verklebens des Moduls im Kartentrager ein Loten 
erfolgen, wodurch eine weitere Erhdhung der Kontaktsicherheit 
gegeben ist. Die Lotstelle wird in diesem Fall von mecha- 
5 nischen Spannungen, Scher- oder sonstigen Kraften freige- 

halten, da diese auch im laufenden Einsatz der Karte von der 
Klebeverbindung groSflachig auf genommen werden konnen . 

GemaS einem weiteren Grundgedanken nach dem dritten Aspekt der 
10 Erfindung kann je nach Material des Kartentragers oder des 

Moduls ein geeigneter vorkonf ektionierter Heifi- oder Schmelz- 
kleber ausgewahlt und hinsichtlich Schichtdicke und Auswahl 
der leitfahigen Partikel fur den jeweiligen Einsatzfall indi- 
viduell prapariert und damit optirniert werden. 

15 

Die leitfahigen Partikel oder die leitfahige Schicht sind auf 
die HeiS- oder Schmelzkleberf olie beispielsweise mittels eines 
Dispensers, einer Walze oder einem Stempel lokal aufbringbar, 
wobei wenn erforderlich auf eine Maske zuruckgegrif fen werden 

2 0 kann, so daS sich die Reproduzierbarkeit beim Aufbringen 

leitfahiger Beschichtungen erhdht . . Im Falle des oberflachen- 
seitigen Aufbringens einer leitfahigen Schicht oder von leit- 
fahigen Partikeln wird in einer Ausf uhrungsf orm nach dem 
dritten Aspekt der Erfindung die so aufgebrachte Schicht 

25 kurzzeitig einer thermischen Behandlung ausgesetzt, so daS ein 
gewisses Anschmelzen der jeweiligen Partikel und damit Haften 
und Verbinden mit dem HeiSkleber bzw. dem Schmelzkleber die 
Folge ist. Durch diese MalSnahme wird sichergestellt , daS beim 
nachf olgenden Handling die leitfShige Schicht bzw. das leit- 

30 f&hige Material vor unerwunschtem Abtrag geschutzt ist. 

In dem Falle, wenn die HeiS- oder Schmelzkleberschicht Aus- 
nehmungen oder Lochungen aufweist, die mit leitfahigen Parti- 
keln wie Ldtkugeln oder Lotpaste verfullt werden, kann auf 
35 ubliche und bewahrte Lotmittel zuruckgegrif fen werden. Die 
Dosierung der Menge einzubringender Partikel in die Ausneh- 
mungen oder Lochungen ist unkritisch, da MaterialuberschuS bei 
Loten und/oder Anpressen und gleichzeitigem Verkleben in die 
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ist, auf kostenintensive anisotrop leitende Klebstoffe 
zuriickzugreif en, die im ubrigen zum Verkleben der Module mit 
dem Kartentrager nur sehr bedingt geeignet sind. 

5 Durch das nur partielle elektrische Verbinden an den jewei- 
ligen elektrischen Kontaktierungsstellen verbleibt genugend 
Flache zur Ausfuhrung der stof f schlussigen Klebeverbindung, urn 
das Modul sicher am Kartentrager zu befestigen. 

10 Unter Berucksichtigung der erwahnten Probleme hinsichtlich der 
Langzeitstabilitat des Kartentragers, wenn dieser Verwindungen 
und/oder Verspannungen ausgesetzt wird, besteht gemafi einem 
vierten Aspekt der Erfindung ein verf ahrensseitiger Grundge- 
danke darin, dafi der in die Kartenausnehmung zu implantierende 

15 Modul auf seiner Einsatzseite oder seiner Randseite hin einen 
leitfahigen, isolierte Abschnitte aufweisenden Versteif ungs- 
rahmen besitzt. Dieser Versteifungsrahmen weist Kontaktf lachen 
auf, die beim Einsetzen des Moduls mit in der Ausnehmung 
befindlichen Gegenkontaktf lachen elektrisch in Wirkverbindung 

20 treten. 

Beim Einsetzen des Moduls mit Halbleiterchip und Verstei- 
fungsrahmen gemafi dem vierten Aspekt der Erfindung in die 
Ausnehmung des Kartentragers erfolgt dies beispielsweise durch 

25 Einpressen, wobei zusatzliche stoff- und/oder f ormschlussige 
Verbindungen realisierbar sind. Durch die Ausbildung des 
Moduls mit Versteifungsrahmen, der sowohl mechanische als auch 
elektrische Funktionen erfullt, kann auf einfache Technologien 
der Verbindung von Modul mit dem Kartentrager, namlich Ein- 

3 0 pressen oder eine Snap- In-Verbindung zuruckgegrif f en werden, 
so dafi sich insgesamt die Produktivitat erhoht . Der Verstei- 
fungsrahmen fuhrt zu einer stabilen Ausbildung des Moduls, 
wodurch Verwindungen und Spannungen beim Betrieb der IC-Karte 
aufgenommen werden konnen, ohne daS unerwunschte Kr^fte auf 

3 5 den Halbleiterchip oder sonstige elektronische Bauelemente 
gelangen. 



Es liegt im Sinne des vierten Aspektes der Erfindung, dafi der 
Versteifungsrahmen beispielsweise zweiteilig ausgebildet ist, 
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Wie dargelegt, kann erf indungsgemafi die Snap- In-Verbindung im 
Bereich der Kontakt- und Gegenkontaktf lachen ausgebildet sein, 
jedoch konnen auch andere Abschnitte des Versteif ungsrahmens 
5 bzw. gegenuberliegende Flachen der Ausnehmung des Karten- 

tragers umfassen, so daS die gewunschte Festigkeit und Zuver- 
lassigkeit der Verbindung zwischen Modul undKarte gewahr- 
leistet ist . 

10 In einer weiteren Ausf uhrungsf orm gemaSdem vierten Aspekt der 
Erfindung weist die Anordnung einen Versteif ungsrahmen auf, 
der integral mit einem Chiptrager ausgebildet ist, wobei die 
voneinander isolierten Kontaktf lachen des Versteif ungsrahmens 
mit jeweiligen Chipkontakten oder Bondf lachen elektrisch ver- 
- 15 bunden sind. 

Bei dieser Ausf uhrungsf orm ist es nicht notwendig, einen 
separaten Versteif ungsrahmen zu fertigen, sondern es kann vom 
Chiptrager und Versteif ungsrahmen der einzusetzende Modul 
gebildet werden, welcher an seiner Unterseite den durch Chip- 

20 Bondung befestigten Halbleiterchip tragt. Bei der letzt- 
genannten Ausf uhrungsf orm kann daher auf einen separaten 
Kunststoff -Modul bzw. Verdrahtungstrager fur den Halbleiter- 
chip verzichtet werden. Eine ggf s . notwendig werdende elek- 
trisch AuSenisolation ist durch Auf laminieren einer Isola- 

25 tionsschicht , zweckmafiigerweise uber die gesamte Flache der 
Chipkarte moglich. 

GemaS dem vierten Aspekt der Erfindung gelingt es, ein Ver- 
fahren zum Herstellen einer Chipkarte bzw. eine Verbindungs- 

3 0 anordnung fur ein derartigen Herstellungsverf ahren anzugeben, 
mit welchem bzw. mit welcher eine hohe Ve rwendungs s t e i f igkeit 
der Karte insbesondere im Bereich der Ausnehmung zur Aufnahme 
eines Moduls, enthaltend einen Halbleiterchip, erreicht wird. 
Durch den vorgesehenen Versteif ungsrahmen, der auch integral 

35 mit einem Chiptrager ausgebildet sein kann, ist es moglich, 
den kompletten Modul in die Ausnehmung einzupressen und 
vorteilhafte form- und/oder kraf tschlussige Verbindungen zum 
elektrischen und mechanischen Kontaktieren des Moduls im 
Kartentrager zu nut zen . 
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Fig. 9 einen Schnitt durch einen Hotmelt -Film mit im Inneren 
bef indlichen leitfahigen Partikeln gemafi dem dritten 
Aspekt der Erfindung; 

5 

Fig. 10 eine prinzipielle Schnittdarstellung der Einbau- 

position des Moduls in der Ausnehmung eines Karten- 
tragers unter Verwendung des Verbindungsmittels gemaS 
einem Ausf uhrungsbeispiel nach dem dritten Aspekt der 
10 Erfindung; 

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung einer Draufsicht auf 
einen Modul mit Halbleiterchip und Versteif ungsrahmen 
gemcilS dem vierten Aspekt der Erfindung und 

15 

Fig. 12 eine Schnittdarstellung durch einen Modul langs der 

Linie A/A aus Fig. 11, wobei der Modul bereits in den 
Kartentrager eingesetzt ist. 

20 Hinsichtlich der nachf olgenden Beschreibung von Ausfuhrungs- 
beispielen sei darauf hingewiesen, daS die in den Zeichnungen 
dargestellten Grofienverhaltnisse nicht den tatsachlichen 
Gegebenheiten entsprechen, insbesondere sind die Schichtdicken 
der leitenden Schichten gegenuber den Kunststof f schichten 

25 erheblich kleiner oder niedriger. 

In Fig. 1 ist eine Antennschicht 10 im Querschnitt gezeigt, 
die aus einem Trager 11 mit einer darauf liegenden Beschichtung 
12 besteht. Die Schichtdicke des Tr&gers kann etwa 200/im, die 
30 Beschichtung 12 etwa 35fxm (Kupfer) betragen. 

In einem ersten Verf ahrensschritt wird in an sich bekannter 
Weise durch selektives Atzen ein Leiterbahnenmuster gebildet, 
das gem^S Fig. lb Antennenbahnen 13 , 14, 15 (an sich ist des 
3 5 nur eine einzige, in Fig. lb aber mehrmals geschnittene Bahn) 
sowie Chipkontakte 20, 21 umf aSt . 



In einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in Fig. lc gezeigt 
ist, werden auf den Chipkontakten 20, 21 Verdickungen 16, 17 
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wird eine durchgehende Verlotung zwischen den Chipkontakten 
20, 21 und den AuSenkontakten 33, 34 und iiber die Anschlufi- 
drahte 28, 29 zum IC 26 geschaffen. Nach dem Loten kann eine 
weitere endgultige Fixierung durch Aufwarmen des Schmelz- 
5 klebers geschehen. 

Die in Fig. 3 gezeigte Ausf uhrungsf orm der Erfindung unter- 
scheidet sich von der nach Fig. 2 dadurch, daS die Antennen- 
kontakte 31, 32 als Metallisierungsschichten ausgebildet sind, 

10 die auf dem Tragermatieral 3 0 auf der das IC 26 tragenden 
Flache ausgebildet sind. Bei dieser Ausf uhrungsf orm der 
Erfindung sind Bohrungen 35, 3 6 im Tragermaterial 3 0 vorge- 
sehen, so daS die Verdickungen 16, 17 bzw. der dort vorge- 
sehene Lotauftrag von aulSen frei zuganglich ist . Man kann in 

15 diesenrFall durch die Bohrungen 35, 3 6 einen Laserstrahl zur 
Erwarmung auf den Lotauftrag 16 bzw. 17 richten, urn so eine 
Lotverbindung zwiwchen den Chipkontakten 20, 21 und den 
Antennenkontakten 31, 32 herzustellen . 

20 Die in Fig. 4 gezeigte Variante unterscheidet sich von der 

nach Fig. 3 dadurch, daS die Bohrungen 35, 3 6 nicht durch die 
Antennenkontakte 31, 32 bzw. die sie bildenden Schichten hin- 
durch gefuhrt sind, sondern auf deren Ruckseite enden. Dadurch 
ist es aber immer noch moglich, die Antennenkontakte 31, 3 2 

25 durch aufgesetzte Werkzeuge oder aber durch Warmestrahlung 

(IR- Laser) zu erw&rmen, so daS eine Lotverbindung zwischen den 
Antennenkontakten 31, 3 2 und den Chipkontakten 20, 21 aufge- 
baut wird. 

3 0 Aus obiger Beschreibung geht hervor, daS auch mehrere Merk- 
male, die in den Ausf uhrungsf ormen der Fig. 2 bis 4 gezeigt 
sind, miteinander kombiniert werden konnen. Insbesondere ist 
die Verwendung von beidseitig beschichteten Tragermaterialien 
30 m6glich. Es ist aucch moglich, selbsttragende Metallkon- 

3 5 takteinrichtungen als Chiptrager 25 zu verwenden, wie sie an 
sich bekannt sind. 

Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch eine Chipkarte 1 im 
Bereich einer elektrisch leitenden Verbindungsstelle zwischen 
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Partikel 8 und AnschluSstelle 2 sich beriihren und so eine 
Lotverbindung zustandekommt . Gleichzeitig entsteht eine 
Klebeverbindung zwischen Oberflache der Kartenkorperkavitat 
und dem Modul . AnschlieSend laSt man den Klebstoff durch 
5 Erkalten ausharten. 

Auf die beschriebene Weise konnen die Verklebung von Modul und 
Kartenkorper und die Herstellung elektrisch leitender Verbin- 
dungen zum kontaktlosen Datenubertragungssys.tem in einem 
10 Schritt unter Verwendung bekannter Verfahren erfolgen. 

Der in Fig. 7 gezeigte Schnitt durch einen Hotmelt-Film weist 
eine Tragerfolie 41 auf, die mit einem HeiS- oder Schmelz- 
kleber 42 beschichtet ist . Die Schichtdicke liegt im Bereich 
15 zwischen 20 und 80 jxm, wobei je nach Kartenmaterial wie ABS, 
PVC, PC oder PET verschiedene Kleber zum Einsatz kommen. 

Der in Fig. 8 gezeigte praparierte HeiS- oder Schmelzkleber 
weist Lochungen 4 3 fur die Aufnahme des Chips sowie jeweils 
20 seitlich angeordnete Abschnitte 44 auf # die aus einer leit- 
f&higen Schicht oder aus leitfahigen Partikeln 416 bestehen 
bzw. diese enthalten. 

Diese Abschnitte 44 konnen beispielsweise Lochungen oder Aus- 

2 5 nehmungen sein, die mit Lotpaste verfullt wurden. Wie anhand 

der Fig. 8 erkennbar, ist der auf einer Tragerfolie 41 
befindliche HeiS- oder Schmelzkleber 42 konf ektioniert . Auf 
diesen blisterartigen Folienstreif en kann das mit einem Chip 
411 versehene Modul 410 (Fig. 10) befestigt werden, urn dann in 

3 0 einem nachsten Arbeitsgang das derart mit Tragerfolie 41 und 

Heifi- oder Schmelzkleber 42 versehene Modul 410 hin zur Aus- 
nehmung 412 eines Kartentragers 413 zu positionieren 
(Fig. 10) . 

35 Bei einem weiteren Ausf uhrungsbeispiel wurden Lotkugeln mit 

einem Durchmesser von 25 fun auf die HeiS- oder Schmelzkleber- 
schicht selektiv aufgebracht, so dafi in einem nachf olgenden 
Druck-Temperatur-ProzeS sowohl eine Lotverbindung .zwischen den 
sich gegeniiberliegenden Kontaktf l&chen. unter Ruckgrif f auf die 
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Schmelzklebers 41 eingebracht wird, dient diese zur 
Realisierung der elektrischen Verbindung zwischen den sich 
gegenuberliegenden Kontaktf lachen 414 und 415. 

5 In einem weiteren Ausf iihrungsbeispiel kann bei Verwendung 
einer Lotkugel im Kleberfilm wahrend oder nach des Druck- 
Temperatur-Einwirkschrittes zus&tzlich lokal Warme im Bereich 
der Kontaktf lachen 414 und/oder 415 zur Einwirkung - gebracht 
werden, so daS der gewunschte LotprozeS vollzogen wird. 

10 

Aus den voranstehend geschilderten Ausf iihrungsbeispielen wird 
deutlich, daS die leitfahigen Partikel oder die leitfahige 
Schicht sowohl im Innern der HeiSklebef olie befindlich sein 
kann, als auch oberf lachenseitig aufbringbar ist. Ein Fixieren 

15 einer oberf lachenseitig auf gebrachten Schicht oder von ober- 
f lachenseitig angeordneten Partikeln kann durch kurzzeitige 
Warmebehandlung erfolgen, wodurch die entsprechenden Partikel 
am Kleber anhaften. Fur die Warmebehandlung kann beispiels- 
weise auf eine beheizte Walze, die tiber die Folie gefuhrt 

20 wird, zuruckgegrif f en werden, wobei die Walze auch gleich- 
zeitig zum Auftragen der leitfahigen Partikel nutzbar ist. 

Bei dem in der Fig. 11 gezeigten Modul umfaSt dieser einen 
Chiptrager 51 sowie einen auf dem Chiptrager 51 durch Bondung 

25 befestigten Halbleiterchip 52. Der Chiptrager 51 kann vonein- 
ander isolierte bzw. strukturierte Bereiche umfassen, die mit 
entsprechenden Kontaktf lachen des Halbleiterchips 52 elek- 
trisch verbunden sind. Diese elektrische Verbindung kann durch 
Drahtbonden erzielt werden, jedoch besteht auch die Mdglich- 

30 keit, den Halbleiterchip 52 durch Ruckseitenkontakte unmit- 
telbar mit dem Chiptrager 51 elektrisch zu verbinden. 

Auf dem Chiptrager 51 ist ein zweiteiliger Versteif ungsrahmen 
53 angeordnet, der isolierte Abschnitte 54 aufweist. Die bei- 
35 den Teile des Versteif ungsrahmens 53 bilden jeweils Kontakt- 

f lichen; beim gezeigten Bei spiel gemafi Fig. 11 und 12 in einem 
Seitenbereich 55 befindlich. 
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Karte 510 ausgebildet, die rait Nuten, Rilien oder Rucksprungen 
im Versteif ungsrahmen 53 des Moduls 514 zusammenwirken . 

In dem Falle, wenn vor dem Einsetzen des Moduls 514 der 
Seitenbereich 55 zumindest im Abschnitt der Kontaktf lachen mit 
einem Lotmittel versehen wird, oder Lot- bzw, FlulSmittel auf 
die Gegenkontaktf lachen 513 aufgebracht wird, kann nach dem 
Eindrucken oder Einpressen des Moduls 514 in die Ausnehmung 
511 der IC-Karte 510 zusatzlich gezielt durch Lotstempel/Warme 
auf den Versteif ungsrahmen 53 aufgebracht werden, so daS im 
Bereich der Verbindung zwischen Kontaktf lachen 5 5 und Gegen- 
kontaktf lachen 513 eine Lotung moglich wird. 
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6. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspruche , 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Chip (25) einen Trager (30) mit kartenauSenseitigen 
Kontaktf lachen (33, 34) umf a£t , und daS die Antennenkon- 
takte (31, 32) von Durchkontaktierungsabschnitten gebildet 
sind, welche den Trager (30) durchqueren . 

7. Chipkarte nach einem der Anspruche 1-5 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Chip (25) einen Trager (30) mit karteninnenseitigen 
Kontaktf lachen (31, 32) umfaSt. 

8. Chipkarte nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
die= Antennenkontakte (31, 32) direkt oder uber Offnungen 
(35, 36) von aufien zuganglich, insbesondere erwarmbar 
sind. 

9. Chipkarte nach einem der Anspruche 1-5, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 
der Chip (25) einen beidseitig beschichteten Trager 
umfafit. 

10. Chipkarte nach einem der Anspruche 6, 7 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, da£ 

der Trager (30) und/oder die auf ihm angebrachten Kon- 
taktflachen (33, 34) im Bereich der Chipkontakte (20, 21) 
Offnungen (35, 36) aufweisen. 

11. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, umfassend die 
Schritte 

a) auf einer Antennenschicht. wird eine Antenne mit 
Chipkontakten zum AnschluS eines Chips gebildet; 

b) auf den Chipkontakten werden verdickte Abschnitte 
gebildet ; 

c) ein Kartenkorper wird derart gebildet, daS die An- 
tennenschicht und die Chipkontakte einschlieSlich der 
verdickten Abschnitte vollstandig von Kartenmaterial 
bedeckt sind; 
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19. Verfahren nach Anspruch 18, 

dadurch ge-kenhzeichriet, daS 

der Chip mit Trager mittels Schmelzkleber in der Ausneh- 

mung festgeklebt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

im Schritt f) die Antennenkontakte mit den Chipkontakten 

verlotet werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

beim Verloten Warme mittels eines von aufien aufgesetzten 

Werkzeuges zugefuhrt wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

beim Verloten Warme durch Strahlung, insbesondere einen 

IR-Laser zugefuhrt wird. 

23. Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
beim Verloten Warme durch mechanische Bewegung, insbe- 
sondere Ultraschallschwingungen zugefuhrt wird. 

24. Chipkarte (1) fur die kontaktlose und/oder kontaktbehaf - 
tete Datentibertragung, welche einen Modul mit Halbleiter- 
chip, einen Kontaktkorper sowie Anschlufistellen (2) und 
wenigstens ein Mittel (3) fur die kontaktlose Datemiber- 
tragung umfafit, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi die elektrisch leitende Verbindung zwisichen Anschlufi- 
stellen (2) und dem Mittel (3) fur die kontaktlose Daten- 
ubertragung mittels Loten hergestellt ist . 

25. Chipkarte nach Anspruch 24, 

dadurch gekennzeichnet, 
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32 . Verf ahren zum Herstellen einer Chipkarte nach einem der 
Anspruche 24 bis 31, 

dadurch gekennzeichnet, 
daS ein Klebstoff (4) im wesentlichen im Bereich der 
gesamten Oberflache des Chipkartenmoduls; der in den 
Kartenkorper (5), welche das Mittel (3) fur die kontakt- 
lose Datenubertragung tragt, implantiert werden soil, 
aufgetragen wird, wobei leit- und lotfahige Partikel (8), 
die selektiv -im Klebstoff (4) ein- oder aufgebracht sind, 
im Bereich der AnschluSstellen (2) positioniert werden. 

33. Verfahren nach Anspruch 32, 
dadurch gekennzeichnet, 
die Verb indung von AnschluSstellen (2) und Mittel (3) fur 

die kontaktlose Datenubertragung sowie von Kartenkorper 
(5) und Trager (6) , welcher einen Halbleiterchip und 
Kontaktf lachen fur die kontaktbehaf tete Datenubertragung 
tragt, durch einen einzigen gemeinsamen Druck-Temperatur- 
Einwirkungsschritt erf olg.t . 

34. Verfahren zur Herstellung einer elektrischen und mechani- 
schen Verbindung eines in einer Ausnehmung eines Karten- 
tragers einer Chipkarte eingesetzten Moduls unter Ver- 

25 wendung eines HeiS- oder Schmelzklebers , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die auf einem f olienart igen Trager befindliche, 
nicht leitende HeiS- oder Schmelzkleberschicht im Bereich 
auszubildender e.lektrischer Kontakte zwischen Modul und 
30 Kartentrager mit einer zusatzlichen leitfahigen Schicht 

oder leitfahigen Partikeln versehen ist, 

anschlieSend die so vorbereitete HeiS- oder Schmelz- 
kleberschicht am Modul oder in der Ausnehmung des Karten- 
tr^gers fixiert wird, wobei die mit der zusatzlichen 
3 5 leitfahigen Schicht oder den leitfahigen Partikeln ver- 

sehenen Abschnitte sich zwischen "den Kontaktf lachen des 
Moduls und der Ausnehmung des Kartentragers befindet und 

weiterhin in einem einzigen Druck-Temperatur-Einwir- 
kungsschritt sowohl die mechanische Verbindung zwischen 
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herzustellender elektrischer Kontakte Abschnitte (44) mit 
leitfahigen Partikeln (416) oder eine leitfahige Schicht 
aufweisc . 

41. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
die Abschnitte (44) aus mit Lotpaste oder Heifikleber ver- 
fullten Ausnehmungen oder Lochungen der HeiS- oder 
Schmelzkleberf olie bestehen . 



42. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

sich die leitfahigen Abschnitte (44; 45) im Innern einer 
bei Temperatur- und Druckeinwirkung verdrangbaren HeiS- 
15 oaer Schmelzkleberschicht befinden. 

43. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Verbindung mittels vorab auf gebrachtem, gewalztem 
20 Lotdraht realisiert ist. 

44. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein auf 
einem Modul befindlicher Halbleiterchip in einer Ausneh- 
mung eines Kartentragers unter Erhalt einer elektrischen 

25 und mechanischen Verbindung eingesetzt wird, 

dadurch gekennzeichnet , 
daS der in die Kartenausnehmung zu implantierende Modul 
zur Einsatzseite hin mit einem leitfahigen Versteif ungs - 
rahmen mit Kontakt f lachen versehen wird, wobei diese 

3 0 Kontakt f lachen mit in der Ausnehmung des Kartentragers 

befindlichen Gegenkontaktf lachen elektrisch verbunden 
•Aerden. 

45. Verfahren nach Anspruch 44, 

35 dadurch gekennzeichnet , 

dafi die Verbindung zwischen Kontaktf lachen des Rahmens 
und Gegenkontaktf lachen der Ausnehmung stoff-, kraft- 
und/oder f ormschliissig erfolgt. 
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Rastnasen aufweisen, die mit korrespondierenden Ausneh- 

mungen im Versteif ungsrahmen (33) zusammenwirken . 

51. Verbindungsanordnung nach einem der Anspruche 47 bis 49, 
5 dadurch gelcennzeichnet , 

da£ der Versteif ungsrahmen (53) integral mit einem Chip- 
trager (51) ausgebildet ist, wobei die voneinander iso- 
lierten Kontakt f lachen des Verbindungsrahmens (53) mit 
jeweiligen Chipkontakten oder Bondf lachen in Verbindung 
10 stehen. 
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